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Beschreihung 

[0001] Die vorilegende Erfindung betriffl eine Anord- 
nung zur Feuchtemessung gemd& dem Oberbegriff des 
Anspmches 1. 5 
[0002] Es si'nd Anordnungen zur Feuchtemessung 
bekannt, bei denen etne Sensoreinheit mit einem feuch- 
teempfindlichen Sensorelement auf einem flachen TrS- 
gerelement angeordnet wird. Beim Trdgerelement kann 
es sich belspielsweise um eine Leiterplatte oder eine io 
Platine handeln. Die erforderliche elektrische Kontaktie- 
rung zwischen auf der Leiterplatte angeordneten elek- 
trischen Bauelementen zur Signaierzeugung und -ver- 
arbettung und der Sensoreinheit bzw. dem eigentlichen 
feuchteempfindlichen Sensorelement kann hierbei Qber is 
BonddrShte und entsprechende Ldtverbindungen erfol- 
gen. Altemativ ist die Kontaktierung auch Gber An- 
schluHdrdhte an der Sensoreinheit mdglich, die in ge- 
ergnete Kontaktierungsbohrungen auf Seiten des Tra- 
gerelementes gesteckt und auf der anderen Seite der 20 
Leiterplatte verl6tet werden. Derartige Kontaktierungs- 
varianten erfordem jedoch einen hohen ferttgungstech- 
nischen Aufwand, der sich insbesondere bei der Mas- 
senfertigung negativ bemerkbar macht Eine automati- 
sierte BestQckung von Leiterplatten mit derartigen Sen- 25 
soreinheiten zur Feuchtemessung ist Qber diese Kon- 
taktierungsmethoden nicht Oder nur erschwert moglich. 
[0003] Aus der WO 98/27411 ist eine gattungsgemd- 
Be Anordnung bekannt, bei der z.B. ein Sensor in Form 
eines Feuchtesensors mit seiner feuchteempfindlichen 30 
Sensorfl3che oberhalb der Ausnehmung eines geeig- 
neten Trdgessubstrates angeordnet wird. Die elektri- 
sche Kontaktierung des Sensorelementes erfolgt Qber 
die Flip-Chlp-Technologie. Als nachteilig enveist sich an 
der vorgeschlagenen Vorrichtung, da(^ im Fall der Ver- 35 
wendung bestimmter Trdgersubstrat-Materialien eine 
Verfdischung von Feuchtemeflwerten resultieren kann. 
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da- 
her, eine Anordnung zur Feuchtemessung zu schaffen, 
die eine weitgehend automatisierte Fertigung derartiger 40 
Anordnungen ermdgllcht. Insbesondere ist eine mSg- 
lichst einfache elektrische Kontaktierung der dabei ein- 
gesetzten Bauelemente gefordert. Femer sollen die 
FeuchtemeHwerte mdglichst nicht durch die Ausbildung 
der Anordnung verfSlscht werden. 45 
[0005] Diese Aufgabe wird gelbst durch eine Anord- 
nung mit den Merkmalen im kennzeichnenden Toil des 
Anspruches 1. 

[0006] Vorteilhafte AusfQhrungsformen der erfin- 
dungsgemSlien Anordnung ergeben sich aus den so 
iVIadnahmen in den abhdngigen Anspruchen. 
[0007] Die erfindungsgemdfien Maf^nahmen gestat- 
ten nunmehr die automatische BestQckung von Leiter- 
platten, Platinen oder anderen TrSgerelementen mit 
feuchteempfindlichen Sensoreinheiten, da die Sensor- 55 
einheiten als SMDs (Surface Mounted Devices) ausge- 
bildet sind. Hierbei werden die Sensoreinheiten auto- 
matisiert Qber SMD-BestQckungsautomaten auf die vor- 



gesehenen Positionenen der erfindungsgemal^ ausge- 
bildeten Tragerelemente gesetzt und dort befestigt so- 
wie elektrisch kontaktiert. Die Komplett- bzw. Simultan- 
kontaktierung der Sensoreinheit kann etwa durch Ver- 
Idten Oder aber Befestigen mrttels Leitkleber erfolgen. 
Es resultiert im Vergleich zur manuellen Einzel-Kontak- 
tierung bzw. BestQckung durch die nunmehr mOgliche 
Flip-Chip-Technik eine deutliche Reduzierung der erfor- 
deriichen Verfahrensschritte. 

[0008] Die In den abhangigen AnsprQchen angegebe- 
nen Mallnahmen im Zusammenhang mit der Beschich- 
tung des Trdgerelementes gewahrieisten desweiteren 
ein storungsfreies Funktionieren der erfindungsgem§- 
ilen Anordnung im Meflbetrieb, da damit die eventuelle 
Ausbildung eines verf3lschenden MIkroklimas in der 
NShe der Sensoreinheit verhindert werden kann. 
[0009] Grundsatzlich existieren verschiedenste Aus- 
fQhrungsmGglichkeiten fiir die jeweilige feuchteemp- 
findliche Sensoreinheit im Rahmen dervoriiegenden Er- 
findung, d.h. die nachfolgend beschriebenen IS^aflhah- 
men lassen sich selbstverstdndlich an verschiedenste 
Gegegebenheiten anpassen. So sind sowohl kapazitive 
Varianten wie auch resistive Varianten einer Feuchte- 
meflanordnung erfindungsgemafi realisierbar. 
[0010] Weitere Vorteile sowie Einzelheiten der erfin- 
dungsgemSfien Anordnung ergeben sich aus der nach- 
folgenden Beschreibung eines Ausfuhrungsbeispieles 
anhand der belllegenden Zeichnungen. 
[0011] Daberzeigt 

Figur 1 eine Draufsicht auf ein Ausfuhrungsbeispiel / 
der erfindungsgemSlien Anordnung; 

Figur 2 eine Schnittansicht des AusfQhrungsbeispie- 
les der Figur 1; 

Figur 3 eine Draufsicht auf das verwendete feuchte- 
empfindliche Sensorelement des Ausfuh- 
rungsbeispieles der Figur 1 ; 

Figur 4 eine Schnittansicht des Sensorelementes 
aus Figur 3. 

[0012] Anhand der FIguren 1 und 2 sei nachfolgend 
ein AusfQhrungsbeispiet der erfindungsgemaflen An- 
ordnung beschrieben. In Figur 1 ist eine Draufsicht auf 
die Anordnung zur Feuchtemessung in schematischer 
Form dargestellt; Figur 2 zeigt eine Schnittansicht durch 
die Anordnung. 

[001 3] Die dargestellte Anordnung umfallt ein Tr§ge- 
relement 2, vorzugsweise ausgebiidet als ein- oder 
mehrlagige Leiterplatte mit darauf angeordneten bzw. 
darin integrierten elektrischen Leiterbahnen 5a, 5b. 
elektrischen Bauelementen etc.. Beim Leiterplattenma- 
terlai kann es sich beispielsweise um glasfaserverstark- 
te Epoxidharze handeln, wie z.B. das bekannte Stan- 
dard-Leiterplattenmaterial FR4. 
Auf dem Trdgerelement 2 ist nunmehr in der sog. 
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Flip-Cfiip-Technjk eine Sensoreinheit 1 angeordnet, 
welche u.a. ein feuchteempfindliches Sensorelement 
1.1 enthalt. Das Sensorelement 1.1 ist in bekannter Art 
und Weise ausgebiidet und verandert in Abhangigkeit 
der jeweiligen Feuchte eine elektrische KenngroGe. Im 
Fall eines resistiven Feuchtesensor-Anordnung handelt 
es sich dabei urn den feuchteabhdnglgen elektrischen 
Widerstand eInes geeigneten Sensorelementes 1.1, Im 
Fall einer kapazitiven Feuchtesensor-Anordnung ver- 
andert sich feuchteabhSngig die gemessene Kapazitat 
eines entsprechenden Sensorelementes 1.1. Vorzugs- 
weise ist das Sensorelement 1.1 in der Sensoreinheit 1 
hierbei als dunne Schicht bzw. Dunnschichtsensor aus- 
gebiidet. wie dies etwa im Kapitet 20.4 im Lehrbuch 
"Sensortechnik", H.-R. Trankler, E. Obermeier, Sprin- 
ger- Veriag 1998 auf den Seiten 1245 - 1250 beschrie- 
ben ist. Zu weiteren Details in Bezug auf ein bevorzug- 
tes Ausfuhrungsbeispiel der Sensoreinheit 1 bzw. des 
Sensorelementes 1.1 sei auf die Beschreibung der 
nachfolgenden Figuren verwiesen. In Flgur2 ist der Auf- 
bau der Sensoreinheit 1 lediglich schematisch skizziert. 
[0014] Das feuchtempfindliche Sensorelement 1 .1 ist 
auf der Unterseite der Sensoreinheit 1 angeordnet, d.h. 
auf derjenigen Seite der Sensoreinheit 1, die dem Tra- 
gerelement 2 zugewandt ist. Um sicherzustellen, daQ> 
das feuchteempfindliche Sensorelement 1.1 mit der je- 
weiligen Umgebung in Wechselwirkung treten kann, d. 
h. dall beisprelsweise die Umgebungsfeuchte eine Ka- 
pazitatsMnderung Im Sensorelement 1.1 bewirkt, ist er- 
findungsgemali vorgesehen, dafl das Tragerelement 2 
mindestens eine Ausnehmung 6 im Bereich aufweist, in 
dem die Sensoreinheit 1 angeordnet wird. Oberhalb der 
Ausnehmung 6 ist die Sensoreinheit 1 angeordnet, wo- 
bei das feuchteempfindliche Sensorelement 1.1 der 
Sensoreinheit 1 in Richtung der Ausnehmung 6 orien- 
tlert angeordneit ist. Im Fall eines als dOnne Schicht aus- 
gebildeten Sensorelementes 1 .1 , die als Dielektrikum in 
einer kapazitiven Mellanordnung fungiert, ist die 
Schichtoberflache der Ausnehmung 6 zugewandt. 
[0015] Dies kann vorzugsweise derart erfolgen, daQ> 
die Schichtebene in der Ausnehmung 6 oder aber par- 
allel benachbart zur Ebene der Ausnehmung 6 ange- 
ordnet wird. 

[0016] Grundsatzllch sind auch andere Anordnungs- 
varianten denkbar; entscheidend ist lediglich. dal^ die 
Relativanordnung des feuchtempfindtichen Sensorele- 
mentes in Bezug auf die Ausnehmung derart vorgese- 
hen wird, da(l ein Feuchteaustausch zwischen dem 
Sensorelement und der Umgebung moglichst ungestdrt 
erfolgen kann. 

[0017] Die Ausnehmung 6 ist im dargestellten Aus- 
fuhrungsbeispiel etwas grower als die entsprechende 
Grundfldche der Sensoreinheit 1 bzw. des Sensorele- 
mentes 1.1 gew3hlt worden, die dem TrSgerelement 2 
zugewandt ist. Dies bewirkt eine vorteilhafte Umstrd- 
mung der kompletten Sensoreinheit 1 mit der zu mes- 
senden Luft und damit einen verbesserten Feuchteaus- 
tausch mit dem Sensorelement 1.1. 



[0018] Zur erforderlichen elektrischen Kontaktiemng 
der Sensoreinheit 1 bzw. des feuchteempfindlichen 
Sensorelementes 1.1 ist erfindungsgemdfl femer vor- 
gesehen, alle Kontaktierungsbereiche bzw. Kontakt- 

5 pads des Sensorelementes 1.1 bzw. der Sensoreinheit 
1 auf derjenigen Seite anzuordnen, die dem Trdgerele- 
ment 2 zugeordnet ist Auf diese Art und Weise ist ein 
sog. Flip-Chip-Bonding der Sensoreinheit 1 auf dem 
Tragerelement 2 m6glich. Zu weiteren Details und Vor- 

10 zugen dieser Kontaktierungstechnik sei beispielsweise 
auf das Kapitel 6.6.2.2; Seite 277 - 278 Im Lehrbuch 
"Sensortechnik", H.-R. Trdnkler, E. Obermeier, Sprin- 
ger- Veriag 1998 verwiesen. 

Im dargestellten AusfQhrungsbeisptet der Figuren 1 und 
15 2 sind die Kontaktierungsbereiche bzw. Kontaktpads 
des Sensorelementes 1.1 demzufolge auf der Untersei- 
te der Sensoreinheit 1 angeordnet. Die Kontaktierungs- 
bereiche des Sensorelementes 1 .1 werden mit Hilfe von 
Kontaktierungselementen 7a, 7b mit den Kontaktie- 
20 rungsbereichen auf dem Tragerelement 2 elektrisch lel- 
tend verbunden. 

[0019] Im Zusammenhang mit der gewdhlten elektri- 
schen Kontaktierung existieren numehr verschledene 
Mdglichkeiten. So kdnnen in einer bevorzugten Ausfuh- 

25 rungsform auf den Kontaktierungsbereichen des TrSge- 
relementes 2 die Kontaktierungselemente in Form einer 
geeigneten Lotpaste aufgebracht werden. Die Sensor- 
einheit Iwird anschlledend auf dem korrekten Platz auf 
dem Tragerelement 2 positioniert. Die eigentliche Kon- 

30 taktierung erfolgt dann in bekannter Art und Weise 
durch Tempem der gesamten Anordnung im Reflow- 
Ofen. 

Altemativ hierzu kann es sich bei den Kontaktierungs- 
elementen 7a, 7b zwischen den sensor- und tragersei- 

35 tigen Kontaktierungsbereichen auch um sog. "Bumps" 
Oder Hocker, bestehend aus elektrisch leitfahigem Ldt- 
material Oder aber aus Leitkleber. Neben der elektri- 
schen Kontaktierung gewShrieisten die Kontaktierungs- 
elemente 7a, 7b noch die Befestlgung der Sensoreinheit 

40 1 auf dem Tragerelement 2. 

[0020] Auf diese Art und Weise werden demzufolge 
die beiden Elektroden einer kapazitiven 
Feuchtemelianordnung elektrisch leitend kontaktiert; 
zwischen den beiden Elektroden ist das eigentliche 

45 Sensorelement 1.1 als aktive Schicht angeordnet, de- 
ren Kapazitat sich feuchteabhangig aufgrund der Was- 
seradsorption andert. Zum detaitlierten Aufbau eines 
AusfQhrungsbeispieles der Sensoreinheit 1 sei auf die 
Figuren 3 und 4 verwiesen. 

50 [0021] Die auf dem Tragerelement 2 vorgesehenen 
Kontaktierungsbereiche wiederum sind mit zwei Leiter- 
bahnen 5a, 5b verbunden, die damit die Sensoreinheit 
1 mit einer schematisch angedeuteten Elektronik-Eln- 
heit 10 verbinden. Die Elektronikeinheit 10 enthait wei- 

55 tere elektrische Bauelemente zur Signalerzeugung und/ 
Oder Signalverarbeitung. Hierbei kann es sich etwa um 
Widerstande; Kondensatoren, Komparatoren, Operatl- 
onsverstarker sowie ggf. Mikroprozessoren handein 
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etc.. 

[0022] Um sicherzustellen, dad bei der Feuchtemes- 
sung mit H life der Sensoreinhert 1 auf dem Trigerele- 
ment 2 keine Verf3lschung der MeQwerte aufgrund des 
gewdhlten Trdgerelementmateriales auflritt» sind eine 
Reihe weiterer Maflnahmen vorgesehen. Diese sind 
insbesondere dann zu ergreifen, wenn e\r\ Material fOr 
das TrSgerelement 2 gewdhit wird. das eine starice 
Feuchteaufnahme bzw. -abgabe zeigt Im Fall des Lei- 
terplattenmateriales FR4 wQrde ansonsten sich ein Mi- 
kroklima In der Umgebung der Sensoreinheit 1 ausbil- 
den, das zu Fehlmessungen fQhren kann. 
Aus diesem Grund ist Im dargestellten AusfUhrungsbel- 
spiel der erfindungsgemdl^en Anordnung vorgesehen, 
das Tragerelement 2 mit einer nahezu vollstSndigen Be- 
schlchtung 3 zu versehen. Hierzu wird das Tragerele- 
ment 2 bzw. die Leiterplatte nahezu ganzfldchig mit ei- 
ner Beschichtung 3 aus Kupfer versehen. Die Beschich- 
tung 3 wird hierbei im AusfOhmngsbeispiel der Figur2 
auch an den Rdndem bzw. Kanten des Trdgerelemen- 
tes 2 vorgesehen. Ebenso sei darauf hingewiesen. daf^ 
im Berelch der Ausnehmung 6, in der das Sensorele- 
ment 1.1 angeordnet ist, die Innenrdnder der Ausneh- 
mung 6 mit der Beschichtung 3 versehen sind. 
Zumlndest im unmittelbaren Umgebungsbereich der 
Sensoreinheit 1 ist demzufolge eine derartige nahezu 
vollstdndige Beschichtung des Trdgereiementes 2 mit 
einem geeigneten Beschichtungsmaterial vorzuneh- 
men, um dort die Ausbildung eines verfalschenden Ml- 
kroklimas zu verhindem. Das jeweilige Beschichtungs- 
material hat dabei im wesentlichen die Funktion, die un- 
erwQnschte Feuchteaufnahme und/oder -abgabe durch 
das jeweilige TrSgerelementmaterial zu verhindern. 
Altemativ oderzusatzlich zu Kupfer waren als Beschich- 
tungsmaterial etwa auch andere Materialien einsetzbar. 
So k5nnte zusdtzlich Oder altemativ zu einer Kupfer-Be- 
schichtung auch jeweils eine Nickelbeschichtung, eine 
Goldbeschichtung Oder aber eine Zinnbeschichtung 
vorgesehen werden. 

[0023] Die Beschichtung 3 ist hierbei selbstverstSnd- 
llch nicht Im Bererch der Kontaktierungsbereiche des 
TrSgerelementes 2 aufgebracht, wo die Kontaktierungs- 
elemente 7a, 7b angeordnet sind, was in Figur 2 ange- 
deutet ist. Wie desweiteren in Figur 1 ersichtlich ist, wird 
femer unmittelbar benachbart zu den Leiterbahnen 5a, 
5b auf dem TrSgerelement 2 keine derartige Beschich- 
tung vorgesehen, um die Leiterbahnen 5a, 5b von der 
Kupfer-Beschichtung zu isolieren. In einer vorteilhaften 
AusfQhrungsform sind die Leiterbahnen ebenfalls aus 
Kupfer, d.h. dem jeweiligen Beschichtungsmaterial, so 
dal^ nach der ganzfldchtgen Beschichtung des Tr3ge- 
relementes 2 mit Kupfer durch geeignete Strukturie- 
rungsmaflnahmen die erforderiichen Leiterbahnen her- 
gestellt werden k6nnen. Dies kann etwa in bekannter 
Art und Weise durch einen Atzprozess erfolgen. 
[0024] Wie aus der Schnittansicht in Figur 2 deswei- 
teren ericennbar, ist die Beschichtung 3 des Trdgerele- 
mentes 2 femer nahezu ganzfldchig mit einer weiteren, 



zweiten Beschichtung 4 in Form eines Ldtstoplackes 
versehen. Lediglich bei den Kontaktierungsbereichen 
des TrSgerelementes 2. wo die elektrische Kontaktie- 
rung der Sensoreinheit 1 erfolgt, ist auch keine zweite 
s Beschichtung 4 vorgesehen. In Bezug auf die Wahl ei- 
nes geeigneten Ldtstoplackes ist anzufOhren, daQ auch 
hierfOr ein Material gew3hlt wird, das wiederum eine 
moglichst geringe Feuchteaufnahme und -abgabe 
zeigt. damit sich kein stdrendes, me&wertverfdlschen- 

10 des Mikroklima im Bereich der Sensoreinheit 1 ausbil- 
det. Besonders geeignet hierzu sind etwa Ldtstoplacke, 
die weniger als 2% Feuchte aufehmen. 
[0025] Anhand der Figuren 3 und 4 sei nachfolgend 
die Sensoreinheit 1 des Ausfuhrungsbeispieles be- 

15 schrieben. Hierbei zeigt Figur 3 die Unterseite der Sen- 
soreinheit 1 . die dem TrSgerelement 2 zugewandt ist; in 
Figur 4 ist eine detaillierte Schnittdarstellung durch die 
Sensoreinheit 1 . . ^ ■ 

[0026] Die Sensoreinheit 1 besteht im gezeigten Aus- 

20 fohrungsbeispiel einer kapazitiven Meflanordnung aus 
einem TrSgersubstrat 1 .3 aus Glas, auf dem das elgent- 
liche feuchtempfindliche Sensorelement 1.1 sowie die 
Kontaktierungsbereiche 1.2a, 1.2b angeordnet sind. 
Das in Dunnschichttechnik ausgebildete Sensorele- 

25 ment 1.1 wiederum besteht aus einer fl^chigen, metal- 
lischen Grundelektrode 1.1c, die unmittelbar auf dem 
Trdgersubstrat 1 .3 angeordnet ist, einer daruber ange- 
ordneten feuchteempfindllchen Potymerschicht 1.1b 
sowie einer wiederum daruber angeprdneten feuchte- 

30 durchl3ssigen Deckelektrode 1.1a. Die Polymerschicht 
1.1b zwischen den beiden Elektroden 1.1a, 1.1 c fungiert 
als Dielektrikum, verSndert in AbhSnglgkeit der jeweili- 
gen Feuchte ihre Kapazitat und dient damit in bekannter 
Art und Weise zur kapazitiven Bestimmung der Umge- 

35 bungsfeuchte. Als geeignetes Material fur die Polymer- 
schicht 1.1b kommtz.B. Poiyyimid in Betracht. 
Die beiden Elektroden 1 . 1 a, 1 . 1 c sind zur Kontaktierung 
mit den beiden Kontaktierungsbereichen 1.2a, 1.2b 
bzw. Kontaktierungspads verbunden, Qber die die Elek- 

40 troden 1.1a, 1.1c mit der in Figur 1 angedeuteten Elek- 
tronikeinhelt 10 Oder anderen Bauelementen verbun- 
den werden. 

Eine typische Dicke des Glas-Trdgersubstrates liegt im 
Bereich von 500 - GOOpjn; die Dicke der darOber ange- 
rs ordnetenSchichtenl.la, 1.1b, 1.1c liegt typischerweise 
im Bereich von 2 - 3|im. 

[0027] Diese Variante einer Sensoreinheit stellt 
selbstverstSndlich nur eine mdgliche AusfQhrungsform 
innerhalb der voriiegenden Erfindung dar. Es kOnnen 

50 demzufolge auch andere Sensoreinheiten zur Feuchte- 
messung eingesetzt werden, bei denen das jeweilige 
feuchteempfindliche Sensorelement eine andere elek- 
trische Kenngrdf^e feuchteabhSngig andert; beispiels- 
weise waren auch resistive Sensorelemente einsetzbar 

55 etc.. 

Daneben konnen auch in Dickschichttechnik aufgebau- 
te Sensoreinheiten zum Einsatz kommen Oder aber 
Sensoreinheiten, die Halbleitermaterialien verwenden. 
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Auch als Substi^tmaterialien konnen natOrlich Altema- 
tiven zu Glas in Betracht kommen; hierzu z3hlen etwa 
Keramiken oder aber Silizium usw.. 
Es existieren im Rahmen der voriiegenden Erfindung 
somit eine Reihe von Ausgestaltungsmdglichkeiten ne- 5 
ben dem oben beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel. 

PatentansprQche 

10 

1. Anordnung zur Feuchtemessung, bestehend aus 
einer Sensoreinheit mit einem feuchteempfindli- 
chem Sensorelement und einem Trdgerelement mit 
folgenden Merkmalen: 

15 

das Tragerelement (2) besltzt eine Ausneh- 
mung (6), Qber der die Sensoreinheit (1 ) ange- 
ordnet 1st, wobei das feuchteempfindliche Sen- 
sorelement (1 .1 ) in Richtung der Ausnehmung 
(6) orientiert ist. ' 20 

das Tragerelement (2) sowie die Sensoreinlieit 
(1) weisen elektrische Kontaktierungsbereiche 
(1 .2a, 1 .2b) auf, wobei die sensorseitigen Kon- 
taktierungsbereiclie auf derjenigen Seite der 
Sensoreinheit (1) angeordnet sind. die dem 25 
TrSgerelement (2) zugewandt ist. 

dadurch gekennzeichnet, dass 

das Tragerelement (2) zumindest in einem Teilbe- 
reich benachbart zur Sensoreinheit (1 ) mit einer Be- 30 
schichtung (3) versehen ist, die wenig - - Feuchtig- 
keit aufnimmt und/oder abgibt. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die komplette Oberflache des Tra- 35 
gerelementes (2) mit Ausnahme der Kontaktie- 
rungsbereiche (1 .2a, 1 .2b) mit der Beschichtung (3) 
versehen ist. 

3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- "^o 
zeichnet, dass als Material fOr die Beschichtung 

(3) Gold gewShIt ist. 

4. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass als Material fOr die Beschichtung 45 
(3) Kupfer gewahit ist. 

5. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass auch die Kantenbereiche des Trd- 
gerelementes (2) im Berelch der Ausnehmung (6) 50 
mit der Beschichtung (3) Qberzogen sind. 

6. Anordnung nach Anspruch .1, dadurch gekenn- 
. zeichnet, dass sdmtliche Kantenbereiche des Trd- 

gerelementes (2) mit der Beschichtung (3) Qberzo- 55 
gen sind. 

7. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 



zeichnet, dass die Sensoreinheit (1) ein Trager- 
substrat (1.3) umfa&t, auf dem ein in DQnnschicht- 
technik ausgebildetes Sensorelement (1.1) sowie 
elektrische Kontaktierungsbereiche (1 .2a. 1 .2b) an- 
geordnet sind. 

8. Anordnung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Sensorelement (1.1) eine 
Gnjndelektrode (1.1c). eine darOber angeordnete 
Poiymerschicht (1.1b) sowie eine darauf angeord- 
nete feuchtedurchldssige Deckelektrode (1.1a) um- 
faflt. 

9. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Sensorelement (1 .1 ) in AbhSn- 
gigkeit der jeweiligen Feuchte eine elektrische 
Kenngrolie andert. 

10. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Trdgerelement (2) als ein- oder 
mehriagige Leiterplatte ausgebildet ist. 

11. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Grode der Ausnehmung (6) im 
Tragerelement (2) grdf^er als die GrundflSche der 
dem Tragerelement (2) zugewandten Sensorein- 
heit (l)gewdhlt ist. 

12. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass auf dem Tragerelement (2) deswei- 
teren elektrische Leiterbahnen (5a, 5b) angeordnet 
sind. die Qber die Kontaktierungsbereiche des Tra- 
gerelementes (2) das Sensorelement (1.1) mit 
nachgeordneten weiteren elektrischen Bauelemen- 
ten verbinden. 

13. Anordnung nach Anspruch 12. dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Leiterbahnen (5a, 5b) auf dem 
Tragerelement (2) ebenfalls aus dem Material der 
Beschichtung (3) bestehen, aber von der Beschich- 
tung (3) in den sonstigen Bereichen des Trdgerele- 
mentes (2) isoliert sind. 

14. Anordnung nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Oberflache des TrSgerelemen- 
tes (2) bis auf die Kontaktierungsbereiche ganzfia- 
chig mit einem Lotstoplack (4) Qberzogen ist, der 
eine geringe Feuchteaufnahme aufweist. . 

15. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass zwischen den Kontaktierungsberei- 
chen (1.2a, 1.2b) des Sensorelementes (1.1) und 
den Kontaktierungsbereichen des TrSgerelemen- 
tes (2) elektrisch leitfahige Verbindungselemente 
(7a, 7b) angeordnet sind. 
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Claims m 

1 . An arrangement for measuring humidity, consisting 
of a sensor unit with a sensor element sensitive to 
moisture and a support element* with the following 
features: 

the support element (2) has a recess (6), over 
which the sensor unit (1) is arranged, wherein 
the moisture-sensitive sensor element(l.l) is 
orientated in the direction of the recess (6), 
the support element (2) and the sensor unit (1 ) 
have electric contact regions (1.2a, 1.2b). 
wherein the contact regions on the sensor side 
are arranged on that side of the sensor unit (1 ) 
which faces the support element (2), 

characterized in that the support element (2) is 
provided at least in a partial region adjacent to the 
sensor unit (1) with a coating (3) which takes up 
and/or gives off little moisture. 

2. An arrangement according to claim 1, character- 
ized in that the complete surface of the support el- 
ement (2) except for the contact regions (1 .2a, 1 .2b) 
is provided with the coating (3). 

3. An arrangement according to claim 1, character- 
ized In that gold Is selected as the material for the 
coatlng(3). 

4. An arrangement according to claim 1, character- 
ized in that copper is selected as the material for 
the coating (3). 

5. An arrangement according to claim 1, character- 
ized in that the edge regions of the support element 
(2) in the region of the recess (6) are also coated 
with the coating (3). 

6. An arrangement according to claim 1, character- 
ized in that all edge regions of the support element 
(2) are provided with the coating (3). 

7. An arrangement according to claim 1, character- 
ized in that the sensor unit (1) comprises a sup- 
porting substrate (1,3), on which a sensor element 
(1.1) formed , by thin film technology and electric 
contact regions (1.2a, 1.2b) are arranged. 

8. An arrangement according to claim 7. character- 
ized in that the sensor element (1.1) comprises a 
base electrode (1.1c), a polymer layer (1.1b) dis- 
posed thereon and a covering electrode (1. la) 
which is permeable to moisture disposed thereon. 

9. An arrangement according to claim 1 , character- 
ized in that the sensor element (1 .1 ) alters a char- 



acteristic electrical value in dependence on the ex- 
isting humidity. 

10. An arrangement according to claim 1, character- 
5 ized in that the support element (2) is in the form 

of a single or multi-layer circuit board. 

11. An arrangement according to claim 1, character- 
ized in that the size of the recess (6) in the support 
element (2) is greater than the base area of the sen- 
sor unit (1) facing the support element (2). 

12. An arrangement according to claim 1, character- 
ized in that electrical conductor trades (5a, 5b) are 

^5 further disposed on the support element (2) and 
connect the sensor element (1.1) to following fur- 
ther electrical components via the contact regions 
of the support element (2). 

20 13. An arrangement according to claim 12, character- 
ized in that the conductor tracks (5a, 5b) on the 
support element (2) also consist of the material of 
the coating (3) but are insulated from the coating 
(3) in the other regions of the support element (2). 

25 

14. An arrangement according to claim 12, character- 
ized in that the surface of the support element (2) 
is coated overall, except for the contact regions, 
with a solder stop lacquer (4) which has a small tale- 

30 up of moisture. 

15. An arrangement according to claim 1, character- 
ized in that electrically conductive connecting ele- 
ments (7a, 7b) are arranged between the contact 

35 regions (1 .2a, 1 .2b) of the sensor element (1.1) and 
the contact regions of the support element (2). 



1 . Syst^me de mesure de Thumidit^, formS d*une unit§ 
de capteur avec un 6l6ment capteur sensible d I'hu- 
midit6 et d'un ^l^ment support. pr6sentant les ca- 
ract^ristiques suivantes : 

45 

• r6l6ment support (2) est pourvu d'un 6vide- 
ment (6), au-dessus duquel est dispos6e I'unit^ 
de capteur (1 ), I'^ISment capteur (1.1) sensible 
d rhumlditd §tant orients en direction de Tdvi- 

50 dement (6). 

* r^l^ment support (2) ainsi que runit6 de cap- 
teur (1) pr6sentent des zones de contact (1 .2a, 
1 .2b) 6lectrique, les zones de contact cdt6 cap- 
teur Stent disposSes sur la face de TunitS de 

55 capteur (1 ) qui est toumSe vers I'SISment sup- 

port (2). 

caract6ris6 en ce que 
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r§iement support (2). au moins dans une zone par- 
tieile voisine de ('unite de capteur (1), est pourvu 
d*un revetement (3) qui n'absorbe et/ou ne cdde 
que de faibles quantit^s d'humidtt§. 

2. Systeme selon la revendication 1 . caracterls^ en 
ce que la totality de la surface de I'^l^ment support 
(2), d Texception des zones de contact (1 .2a, 1 .2b), 
est pourvue du revetement. 

3. Systeme selon la revendication 1 , caracterisd en 
ce qu'on utilise de for comme matSriau de revSte- 
ment (3). 

4. Systeme selon la revendication 1, caract6ris6 en 
ce qu'on utilise du cuivre comme mat^riau de reve- 
tement (3). 

5. Systdme selon la revendication 1 , caract^rise en 
ce que les bords de i'§16ment support (2), dans la 
region de T^videment (6), sont ^element recou- 
verts par le rev§tement (3). 

6. Systeme selon la revendication 1 , caract6ris6 en 
ce que tous les bords de T^l^ment support (2) sont 
recouverts du revetement (3). 

7. Systeme selon la revendication 1 , caract6ris6 en 
ce que Tunitd de capteur (1) comprend un substrat 
formant support (1.3). sur lequel sont disposes un 
Element capteur (1.1) form^ selon la technique des 
couches minces, ainsi que des zones contact (1 .2a, 
1 .2b) 61ectrique. 



r^lement capteur (1.1) d des composants ^lectri- 
ques subordonn^s par rintermediaire des zones de 
contact de Telement support (2). 

5 13. Systeme selon la revendication 12, caract6iis6 en 
ce que sur les pistes conductrices (5a, 5b) sur 1*616- 
ment support (2) sont elles aussi r6alis6es dans le 
materiau du revetement (3), mais sont Isoldes du 
revetement (3) dans les autres zones de r6l6ment 

10 support (2). 

14. Syst6me selon la revendication 12, caract6ris6 en 
ce que la surface de r6l6ment support (2), d Tex- 
ception des zones de contact, est enti6rement re- 
ts couverte d'un vemis de masquage (4) qui pr6sente 

un faible degr6 d'absorption de rhumidit6. 

15. Systeme selon la revendication 1, caract6ris6 en 
ce que des elements de liaison (7a, 7b) 6lectro- 

20 conducteurs sont disposes entre les zones de con- 
tact (1 .2a, 1 .2b) de I'el6ment capteur (1 .1 ) et les zo- 
nes de contact de r6l6ment support (2). 
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8. Syst6me selon la revendication 7, caract6ris6 en 35 
ce que r6l6ment capteur (1 .1) comprend une Elec- 
trode de base (1.1c), une couche de polymdre 
(1.1b) ainsi qu'une Electrode de couverture (1.1a) 
permeable d I'humiditE disposEe sur le tout. 

40 

9. SystEme selon la revendication 1 , caract6rls6 en 

ce que I'EIEment capteur (1.1) fait varier une gran- 
deur caractEristique Electrique en fonction de I'hu- 
miditE prEsente. 

45 

10. SystEme selon la revendication 1, caract6ris6 en 

ce que P6l6ment support (2) est conforme en pla- 
quette a circuit imprime E une plusieurs couches. 

1.1. SystEme selon la revendication 1, caract6rls6 en so 
ce que la dimension de TEvidement (6) dans I'Ele- 
ment support (2) est plus grande que la surface de 
base de TunitE de capteur (1 ) toum6e vers I'EIEment 
support (2). 

55 

12. SystEme selon la revendication 1, caracterisE en 
ce que sur TElEment support (2) sont en outre dis- 
poses des pistes conductrices (5a, 5b), qui relient 
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